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1. Технология и технологичен процес. Материал. Материя.  

2. Състояние на материята. Агрегатни и фазови състояния на материята. Кристално и аморфно 
състояние. 

3. Разтвори. Електролити. Електролитна дисоциация. Водороден показател (рН). 

4. Повърхностно напрежение. Омокряне. Кохезия и адхезия. Адхезиви и адхезионни процеси в 
електрониката. Явления на гранични повърхности – адсорбция, ориентация. Повърхностно 
активни вещества. 

5. Заряд на гранична повърхност. Двоен електричен слой на границата електронен-йонен 
проводник. Електроден потенциал. Приложение на таблицата със стандартните потенциали. 
Електрохимични вериги. Кинетика на електродните процеси. 

6. Електроотлагане на метали и сплави. Закон на Фарадей за електролизата. Състав на електролита 
и режими на работа при електроотлагане на метални слоеве. Поляризация при електрохимични 
процеси. Отлагане на сплави. 

7. Мокри методи за отлагане на метални покрития в електрониката и МЕМС. Особености при 
електрохимичното отлагане на метали и сплави за приложения в електрониката, 
микроелектрониката и МЕМС. Съвместимост на материали и химични технологии за МЕМС. 
Локално електроотлагане 

8. Безтоково отлагане на метални слоеве. Химично метализиране на проводящи и изолационни 
повърхности. Имерсионно (контактно) метализиране на метални повърхности. Специфични 
особености при отлагане за електронниката. 

9. Защитни органични покрития в електрониката. Свойства. Техники за нанасяне. Конформни 
покрития. Капсулационни смоли. 

10. Литография. Химични съединения с фоточувствителност. Фотохимични и химични процеси 
във фотолитографията. 

11. Печатни платки. Избор на материали и физикохимични процеси при производството на печатни 
платки. Субтрактивни и адитивни методи - технологични схеми. Защитни покрития. 

12. Химични, електрохимични, химикомеханични и фотоелектрохимични процеси при обработка 
на полупроводникови материали. Полиране. Изотропно и анизотропно ецване. Селективност.  

13. Физикохимични процеси при осъществяване на електрически съединения. Състав на припои и 
флюси. 

14. Химично съпротивление на материалите в електронните изделия при производство, съхранение 
и експлоатация. Методи за превенция и контрол на корозията. 
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Оценяване:  20 точки от ЛУ + 15 точки от СУ + 65 точки от изпитен тест 

над 85 т. – отличен (6); 
70 ÷ 84 т. – мн. добър (5);  
55 ÷ 69т. – добър (4); 
40 ÷ 54 т. – среден (3) 
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